
 

 

 

 

EV Group 实现在芯粒集成混合键合套刻精度控制技术重大突破 
 

全新 EVG®40 D2W 套刻精度计量系统实现每颗芯片 100%测量，吞吐量达行业基准 15 倍 

 

2025 年 9 月 8 日，奥地利圣弗洛里安——全球领先的先进半导体工艺解决方案与技术提供商 EV 集团

（EVG）今日发布 EVG®40 D2W——业界首款专用于晶粒对晶圆（Die-to-Wafer, D2W）套刻精度计量

的测量平台。该系统可在 300 毫米晶圆上实现每颗芯片的 100%套刻精度测量，同时具备量产所需的高精

度与高吞吐性能。相比面向混合键合计量设计的行业基准机型 EVG®40 NT2，EVG40 D2W 吞吐量提升高

达 15 倍，助力芯片制造商快速验证晶粒放置精度、实时实施工艺纠正，从而提升工艺控制水平与大规模量

产（HVM）良率。 

 

EVG40 D2W 适用于所有 D2W 键合应用场景，包括芯粒集成、高带宽内存（HBM）堆叠及三维系统级芯

片（3D SoC）集成等先进工艺，为人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、数据中心等高需求应用提供支

持。目前，多套 EVG40 D2W 系统已在客户产线完成安装并投入大规模量产服务。 

 

 
EVG®40 D2W 系统是首款专用于芯片到晶圆（D2W）套刻精度检测的平台，能够在 300 毫米晶圆上实现 100%芯片套刻精度测量，并具备

生产环境所需的高精度与高速性能。（来源：EV Group） 

 

 

 



D2W 键合技术推动高性能器件发展 

D2W 键合技术可将不同尺寸、材料和功能的晶粒或芯粒集成于单一器件或封装中，是实现 AI、自动驾驶

等高算力低功耗应用的关键路径。随着 3D 封装互连间距持续微缩，键合对准与套刻精度工艺不仅需追求

更高精度，还必须实现更高覆盖率的测量，以识别可能导致铜焊盘或键合界面错位导致的良率损失的套刻

精度偏差。 

 

传统套刻精度量测方法难以匹配 D2W 键合需求 

当前 D2W 套刻精度计量系统大多沿用晶圆对晶圆（W2W）键合中采用的“移动-采集-测量”技术，虽精

度达标，却无法满足 D2W 所需吞吐量。为提升运行速度，这类系统往往减少采样点，导致对准信息不充

分，影响工艺校正的准确性。此外，集成于拾取与放置 D2W 键合系统中的计量模块灵活度有限，也难以满

足前沿应用的精度要求。 

 

EVG40 D2W：专为 D2W 套刻精度量测方案打造的系统 

EVG40 D2W 通过多项硬件与软件创新，在不牺牲吞吐量的前提下，实现 300 毫米晶圆所有芯片的 100%套

刻精度测量： 

 

 提升吞吐量：单次扫描即可同步完成晶粒与基底晶圆对准标志的双层测量 

 高速精准定位：全新平台设计确保影像采集与载台移动同步 

 稳定精度表现：优化光源系统，提供稳定照明，确保测量稳定性 

 高质量成像：大焦深补偿技术保障对准标志在不同焦平面仍具备高信噪比 

 

EV 集团在混合键合套刻精度控制方面实现重大突破 

 

EV 集团执行技术总监 Paul Lindner 表示：“作为混合键合领域的技术领导者和解决方案提供商，EVG 始

终致力于推动新产品与新技术的研发，不断突破性能极限，以解决客户最复杂的集成挑战。晶圆对晶圆键

合工艺因集成多种芯片类型、制程节点和材料而尤为复杂，要在量产环境中实现全面量测并优化工艺，同

时不损失吞吐量，是一项巨大挑战。我们很高兴推出全新专用量测设备 EVG40 D2W，该设备专门为 D2W

测量量身打造，具备同类产品中最高的吞吐性能。我们期待与客户和合作伙伴紧密协作，借助这一全新的

D2W 键合解决方案优化混合键合工艺，共同推动其新一代产品的成功。” 

 

EVG40 D2W 主要特性与优势 

 

 四分钟内可完成高达 2800 个套刻精度测量点，提供全芯片定位反馈，吞吐性能无影响 

 测量精度满足前沿 D2W 键合应用要求 

 采用先进建模计算每颗晶粒的位置、形变、旋转及偏移量 



 实时反馈测量数据至晶圆厂主机系统，优化后续批次的 D2W 套刻精度与键合工艺 

 兼容第三方 D2W 键合设备，确保高质量工艺控制 

 与 EVG 旗下 D2W 键合工具组合（如 EVG320 D2W 表面激活与清洗系统）协同使用 

 

产品上市信息 

EVG 已开始接受 EVG40 D2W 全自动晶粒对晶圆套刻精度计量系统的订单，并在总部开放产品演示。更多

信息请访问：https://www.evgroup.com/products/metrology/evg40-d2w。 

 

 

关于 EV 集团（EV Group） 

EV 集团（EVG）致力于提供创新的工艺解决方案和专业知识，服务于前沿和未来的半导体设计和芯片集成

方案。作为微纳制造技术探索者，EVG 以引领下一代技术突破为愿景，通过前瞻性研发与产业化支持，助

力客户将创新产品成功推向市场。 

 

EVG 的量产级半导体设备涵盖： 

- 晶圆键合系统 

- 光刻系统 

- 薄晶圆加工设备 

- 高精度量测工具 

 

这些技术为半导体前端微缩、3D 集成、先进封装以及其他电子和光子学等新兴领域提供核心制造支撑。 

了解更多： www.EVGroup.com 
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